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Embedded Vision boomt und führt zu 
immer kürzeren Entwicklungszyklen in 
der Industrie. “Unternehmen stellt das 
vor große Herausforderungen, weil die 
Projekte auf Grund ihrer Komplexität 
oft längere Entwicklungszeiten benöti-

gen”, so Oliver Helzle, Geschäftsführer 
von Hema Electronic. “Dazu kommt die 
aktuelle Corona-Krise, die durch Kurz-
arbeit und aufgeschobene Projekte den 
Stau in den Entwicklungsabteilungen 
erhöht. Wie können wir Unternehmen 
wirksam unterstützen, damit sie trotz 
allem ihre Produkte schneller zur Seri-
enreife bringen können? Diese Frage 
hat uns zur Entwicklung unserer modu-
laren Designplattform geführt.” 

45 Building Blocks 

Die neue Designplattform ist speziell 
auf die Anforderungen von Embedded 

Vision Anwendungen zugeschnitten. Sie 
umfasst die Hardware ebenso wie 
Middleware und ein umfassendes Soft-
waregerüst. Innerhalb von knapp sechs 
Wochen erhalten Kunden eine indivi-
duelle Lösung, mit der sie ihre eigenen 
Applikationen entwickeln, implementie-
ren und testen können. Oliver Helzle: 
“Unser Ziel war es, die Entwicklung in 
der Anfangsphase zu beschleunigen 
und Kunden sehr schnell eine Hard-
ware-Umgebung für ihre Embedded-Vi-
sion-Projekte zur Verfügung zu stellen.” 
Dank erprobter und industrietauglicher 
Schaltungen und Komponenten ist der 
Prototyp von Hema bereits sehr nahe 

Embedded 
 Designplattform

Mit einer modularen Design-
plattform für Hard- und Soft-
ware verkürzt Hema Electro-
nic Entwicklungszeiten beim 
individuellen Design der 
Elektronik deutlich und 
macht Upgrades einfach 
möglich.
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In sechs Wochen zum seriennahen Embedded-Vision-Prototyp

Bild 1 | Die modulare Embedded-Design-
plattform besteht aus FPGA-basierten 

SoMs und individuellen Mainboards, die 
aus derzeit über 45 Building Blocks frei 

konfiguriert werden können. 
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an der späteren 
Serienhardware, 
sodass Serienopti-
mierung und Pro-
d u k t i o n s s t a r t 
ebenfalls in weni-
gen Wochen erfol-
gen können. Die 
Besonderheit der 
Designplattform 
ist das modulare 
Konzept. Es be-
steht aus FPGA-
basierten System 
on Modules (SoM) 
und individuellen 
Mainboards, die 
aus derzeit über 
45 Building Blocks 
frei konfiguriert 
werden können. 
Anwender wählen 
dazu die benötig-
ten Schnittstellen 
aus der Bibliothek 
der Hardware Buil-
ding Blocks aus. 
S t a n d a rd - I n t e r -
faces wie Ethernet, 
USB, CAN und 
W i f i / B l u e t o o t h 
sind ebenso vorhanden wie die gängi-
gen Videoschnittstellen. Im Hardware-
design gibt es für jeden Building Block 
entsprechende Vorlagen für Schaltplan 
und Layout. Lediglich das Routing muss 
individuell angepasst werden. Vorteil für 
den Kunden: Innerhalb kürzester Zeit 
und zu überschaubaren Entwicklungs-
kosten erhält er seine individuelle Elek-
tronik. Entgegen einer kompletten Neu-
entwicklung kommen dabei vielfach be-
währte und industrietaugliche Schaltun-
gen zum Einsatz. Kundenspezifische 
Schaltungen oder noch nicht in der Bi-
bliothek vorhandene Funktionen können 
integriert werden. Die Rechenleistung 
für die Embedded-Vision-Plattform stel-
len SoMs von Enclustra bereit. Sie sind 
mit unterschiedlichen Leistungsklassen, 
Prozessoren und Speicherausbauten er-
hältlich. Ein standardisiertes Interface 

sorgt für Kompatibilität und macht Up-
grades oder Produktvarianten ohne 
aufwendige Neuentwicklung der Elek-
tronik möglich. Ein weiterer Vorteil des 
Modulkonzepts: die EMV-kritischen 
Komponenten rund um den Prozessor 
sind bereits integriert; das reduziert die 
Komplexität bei der Entwicklung des 
Mainboards. Außerdem unterstützt 
Hema seine Kunden mit Software-Bi-
bliotheken, die genauso ausgewählt 
werden können wie Schaltungen im 
Hardware-Layout. “Unsere Embedded-
Vision-Experten haben ein umfassen-
des Softwaregerüst erarbeitet, das Be-
triebssystem und klassische Middle-
ware für die Image- und Videoverarbei-
tung umfasst”, sagt Oliver Helzle. “Au-
ßerdem integrieren wir Frameworks 
wie Halcon oder PYNQ, Algorithmen 
für die Auswertung spezifischer Senso-

ren oder Software für die Verarbeitung 
von Bild- und Videodaten.” 

Fazit 

Mit der Embedded-Vision-Design-Platt-
form macht Hema die Entwicklung 
von Bildverarbeitungslösungen ein-
fach, schnell und kostengünstig. Kun-
den wählen die benötige Rechenleis-
tung und Speicherausstattung des 
FPGA-basierten SoMs, spezifizieren 
ihre benötigten Schnittstellen und die 
Software als Basis für ihre eigene Ap-
plikationsentwicklung. In wenigen Wo-
chen erhalten sie einen individuellen 
und seriennahen Prototyp ihrer Elek-
tronik, der dann zur Serienreife weiter-
entwickelt werden kann. ■ 
 

www.hema.de 
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Bild 2 | Evaluation Board für Embedded Vision
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